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报告说明:

    博思数据研究中心发布的《2012年中国IC设计行业市场分析与投资前景研究报告》共七章

。介绍了IC设计行业相关概述、中国IC设计产业运行环境、分析了中国IC设计行业的现状、

中国IC设计行业竞争格局、对中国IC设计行业做了重点企业经营状况分析及中国IC设计产业

发展前景与投资预测。您若想对IC设计产业有个系统的了解或者想投资IC设计行业，本报告

是您不可或缺的重要工具。

    据中国半导体行业协会集成电路设计分会的统计，2011年全行业销售额突破686亿元，

比2010年增长25%，占全球集成电路设计业的比重从2010年的11.85%提升至13.89%。 

    截至2011年12月，经过工信部认证的IC设计企业达到383家。包含微电子专业研究所及整机

企业内的芯片设计部门在内，我国共有IC设计企业534家。软件和集成电路促进中心的调查显

示，我国IC设计企业中，500人以下的企业占88%，1000人以上的企业占7%，另有5%的企业员

工数为501人至1000人。我国从事通信、计算机和多媒体芯片研发销售的设计企业达186家，占

设计企业总数的34.83%。在我国IC设计产品应用领域中，包括手机在内的消费类应用产品

占47%，工业类应用产品占21%，计算机外设占17%，通信占10%，其他占5%。 
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